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MEMORTA DESCRIPTIVA

Por motivos econdmicos y de la técnica de aplicacio
nes, las disposiciones rectificadoras por semiconductores de
pequefla potencia deben poder fabricarse ¢cada vez mds racional

mente y presentar unas dimensiones cada vez mds reducidas. - -

Es conocido un procedimiento para la fabricacidn de
disposiciones rectificadoras de pequefla potencia en el gue
elementos conductores de corriente configurados en forma de
tiras, prefabricadasVindividualmente, se disponen con solapa-
miento reciproco, y se inéercalan tabletas semiconductoras en
orientacidn eléctrica predeterminada en los puntos de cruce
de los elementos conductores, poniéndolas en contacto con es-
tos Wltimos, encerrdndose una estructura de este tipo dentro
de una masa colada de materia aislante. Sin embargo, el coste
del procedimiento no corresponde en muchos casos a las condi-

ciones de la fabricacién econémica que se exige de dichas dis

pésiciones. ———————————————— - e e

ﬁa sido propuesto ya, ademds, formar los elementos
conductores para una pluralidad de estas disposiciones recti-~
ficadoras de material conductor en forma de cinta, por ejem—
plo mediante estempacidn, y disponerlo en una cinta plana de

elementos conductores con zonas de repeticidén periddica, las
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cuales estdn unidas entre sf, en caso necesario, por una zona

marginal longitudinal que sirve de tira de transporte. Cada
zona de elementos conductores contiene los elementos conducto
res previstos para una disposicién rectificadora, determina-
dos en su cantidad y configuracién geométrica por el circuito
eléctrico previamente dado. Las secciones de los mismos, pre-
vistos cada vez para contactar una tableta semiconductora se
disponen reciprocamente, para formar una fijacién en forma de
pinza, alternados de manera correspbﬁdiente en el espacio.
Una estructurs dé este tipo en forma de cinta es sometida a
continuacidén consecutivamente a varias etapas del proceso pa—
ra la fabricacién de disposiciones rectificadoras con wna can

tidad de tabletas rectificadoras predeterminada en cada caso.

Al utilizar cintas de elementos conductores de ‘este
tipo, especiazlmente configuradas, se -ha observado que la su=
perficie de contacto de determinadas secciones de elementos
conductores prevista para su unién correspondiente con una ta
bleta semiconductora es inferior a la superficie correspon~-
dientede la tableta semiconductorsa, por-lo gue el comporta-
miento térmico de servicio de estas disposiciones rectificado
ras no satisfacen todos los casos de aplicacidén. Ademds, espe
cialmente en los modos de ejecucidn con tabletas semiconducto
ras de superficie muy pequefla, su insercién racional en la
cinta de elementos semicoﬁductores no resulta asegurada debi-
do a los sectores de contacto de tamafio respectivamente peque

filo de los elementos conductores. — = = = = = = = =~ - - — — —

La invencidn tiene por objeto evitar estas dificul-
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tades y conseguir ademds disposiciones rectificadoras gque pue

dan fabricarse de modo especialmente econdémico ¥y que conser-
van las ventajas unidas a la utilizacién de material conduc—

tor en forma de cinta para la configuracidén de cintas de ele—

mentos conductores, = = = = = = = il R e

La invencién se refiere a un procedimiento para la
obtencién de disposicionés rectificadoras por semiconductores,
en el cual se disponen, previstos para su wnidn con tabletas
semiconductoras, elementos conductores de corriente en forma
de tira, solapados reciprocamente, en una correspondencia de—
terminada por el circuito rectificador deseado, intercaldndo-
se sendas tabletas semiconductoras en los puntos de solapa~
miento, poniéndose las tabletas en contacto con los elementos
conductores y sometiéndose en esta estrﬁctura a otras etapas
de proceso, y estriba en que para la produccidn simultdnea ¥
racional de una pluralidad de disposiciones rectificadoras
por semiconductores se obtienen, respectivamente, partiendo
de material conductor en forma de cinta, una primera cinta
plana de elementos conductores dotada de una zona marginal
adecuada como tirade transporte y dotada de elementos conduc-
tores unidos entre sf a través de la zona marginal, peribdica
mente repetidos en caso necesario y que presentan sectores pa
ra zlojar de modo superficial tabletas semiconductoras, y una
segunda cinta de elementos conductores, determinada por la es
tructuracién de la primera y por el circuito rectificador de~-
séado, para su aplicacién o contactacidén superficial en las
superficies de contacto de las tabletas semiconductoras; por-

gue sobre la primerz cinta de elementos conductores se colo-
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can tabletas semiconductoras en lugares predeterminados, y so

bre éstas se coloca, con cubricién parcial de la superficie
de la primera cinta, la segunda cinta de elementos conducto~
res configurada de modo adecuado para contactar las tabletas
semiconductoras, uniéndose dé modo mecdnicamente fijo entre
s{ las dos cintas de elementos conductores por su .zona margi-
nal; y porgue la estruciura en forma de cinta que comprende
tabletas semiconductoras y cintas de elementos conductores.
que estdn en contacto con ambos lados de las tabletas ¥y uni-
das fijamente una contra otra se somete a continuacidn a ulte
riores etapas de proceso, de por sf conocidas, para la contac

tacién, separacifn y encapsulado. — = = = = = = = = = = - -

A la luz de las representaciones esquemfticas en
las figuras 1 a 4 se muestra y explica el curso del procedi-
miento segin la invencién, y a la luz de los ejemplos de eje-
cucidén representados en las figuras 5 a 10 la estructura de
las disposiciones rectificadoras por éemiconductores fabrica-

das segin este procedimiento. — — = = = = = = = = = o o o -

La figura 1 muestra en un esquema por blogues las
etapas del proceso y su secuencia. En esta figura A represen-
ta el inicial material conductor en forma de cinta, B la es-
tampacibén de la cinta 1 de material conductor, C el equipamien
to con tabletas semiconductoras, D la estampacién de la cinta
2 de material conductor, E la unién mecdnica de las cintas de
elementos conductores, F el cortar a largqs (en caso necesario),
G la soldadura por inmersidén, el limpiado y el secado, H ei

cortar a largos (en caso necesario), I la soldadura por trata
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miento térmico, J la separacidén de las cinfas de elementos
conductores hasta la tira de traﬁsporte para formar componen-
tes, K el encapsulado por compresién o colada de los componen

tes y L la separacidn en disposiciones rectificadoras terming

Las figuras 2 y 3 muestran la configuracién de cin-
tas de elementos conductores ¥y su disposicién recfproca para

contactar tabletas semiconductoras. — - = = ~ = = = - —~ - - -

En la figura 4 se ha representado en seccidn lz es~
tructura de un componente rectificador que comprende elemen-—

tos conductores y una tableta semiconductora contactada entre

los MiSMOS, = = = = = = = = 0 = " .- - —— . e o e

Ias figuras 5 a 9 muestran cada una de ellas la
asignacién o correspondencia reciproca de dos cintas de ele-
mentos conductores para montar disposiciones rectificadoras

de circuitos eléctricos diferentes, = = = = = = = = = = = = =

En las figuras 10a a 10d se ha representado la es-
tructura de un componente rectificador a base de dos cintas

de elementos conductores que coinciden en su configuracién. -

Para piezas iguales se han puesto designaciones

idénticas en las figuras. = = = = = = = & = & - = % = - o = -

Segin la figura 1, de un material en forma de cinta,
buen conductor térmico y eléctrico, se obtiene en una primera

etapa del proceso, preferentemente por estampacién, una prime
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ra cinta plana de elementos conductores. Esta cinta comprende

una zona de borde longitudinal, la cual puede servir simultd-
neamente en caso necesario de tira de transporte, y de pleti-
nas situadas en hilera a lo largo de la misma, unidas a ella
mediante elementos conductores en forma de tira y previstos
como conexiones de corriente, las cuales se denominardn a con
tinuacidén placas soporte y estdn dispuestas para alojar super
ficialmente tabletas semiconductoras. En la misma operacidn
de trabajo, se dota a estas placas séporﬁe de una concavidad
adaptada, preferentemente redonda, para la disposicién, fija-
da en cuanto a su situacién, de cada vez una tableta semicon—
ductora, segin se ha mostrado por ejemplo en la figura 2 en
los sectores 111 de la cinta 1 de elementos conductores por
la designacién 13, Esta primera cinta de elementos conducto-
res se equipa con tabletas semiconductoras en una operacidn
que sigue é continuacibn. Separada de esta primera cinta de
elementos conductores, se fabrica del mismo material y de ma-
nera correspondiente una segunda cinta plana de elementos con
ductores, la cual presenta cada vez, en una distribucién geo-
métrica determinada por la primera cinta, los demds elementos
conductores previstos para contactar las tabletas semiconduc-
toras. Esta segunda cinta de elementos conductores se coloca
sobre la primera cinta de elementos conductores prbvista de
tabletas semiconductoras, en una asignacién determinads por
la contactacidn a obtener de las tabletas gsemiconductoras, de
tal manera que en las superficies de contacto de cada tableta
semiconductora se ponen en contacto superficial los sectores
de los elementos conductores previstos en cada caso. Para la

ulterior elaboracidn racional, las dos cintas de elementos
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conductores se unen mecénicamente de modo fijo en lugares ade
cuados, preferentemente dentro de las zonas de borde longitu—~
dinales, por ejemplo mediante soldadura por puntos. En una
disposicién de este tipo, representada en la figura 3, en don
de las tabletas semiconductoras se encuentran en cada caso en
tre los elementos conductores asignados de las dos cintas de
elementos coﬁductores, pueden efectuarse a continuacién de mo

do fdcil las ulteriores etapas del proceso. = — — — — — — — —

Para la contactacidn por soldadura de las tabletas
semiconductoras sujetadas entre sus elementos conductores de
corriente, mediante soldadura por inmersién, la disposicién
en forma de cinta es subdividida en longitudes adecuadas, in-
troduciéndose a continuacién en fundentes ¥y en un bafio de sol
dadura, sometiéndose a continuacidn a un proceso de limpieza.
Después del secado que sigue a continuacién, cada disposicién
parcial, excepto la tira de transporte, es separads en tramos
determinados para formar los circuitos rectificadores previs—

tos en cada CaS0. = = = = = = = & — & - & o - - -

La contactacibn por soldadura de las tabletas semi-
conductoras puede efectuarse también con ayuda de un trata-—
miento térmico, por ejemplo mediante la denominada soldadura
en horno o soldadura por gas caliente o mediante la sujecidn
entre piezas metdlicas que sirven pars el proceso de soldadu-
ra. En este caso se prescinde de los procesos de limpieza y
de secado. Las demds operaciocnes hasta la verificaeidn final

pueden realizarse del modo descrito, = = = ~ = = = = = —~ ~ -

En el procedimiento que se acaba de describir se han
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previsto tabletas semiconductoras que comprenden un disco se-

miconductor y placas de contacto unidas de modo fijo con los
dos lados del mismo, denominadas "sandwich", y para las cua-
les los procesos de soldédura previstos han sido preparados
de manera adecuada. Sin embargo, si se utilizan discos semi-
conductores y placas de contacto como componentes individua-~
les, la estructura conseguida con los elementos conductores
por soldadura recfproca y contactacibén simultdnea es sometida,
ademds, a operaciones separadas, diferentes,'de por si conoci
das, para mordentar y para la estabilizacién de las superfi-
cies de los discos semiconductores, para lo cual se requiere
por lo general un tratamiento previo adecuado de todas las
piezas individuales. Con el fin de proteger los elementos con
ductorés contra un atague indeseable del mordiente, las super
ficies que no sé tienen que tratar se cubren en caso necesa-

rio con una laca de proteccidn adecuada, de por sf conocida.-—

El material conductor cintiforme es de un metal con
buena conductividad, por-ejemplo-de cobre, -latén o de una
aleacién de hierro-niquel-cobalto, y puede estar recubierto,
segin la clasé del procedimiento de soldadura que se haya pre
visto, de un recubrimiento soldable. FElL espesor del material
conductor depende de la capacidad de carga de corriente de
las disposiciones rectificadoras previséés, asl.como de crite
rios de la técnica de fabricacidn, siendo aproximadamente de
0,2 a 0,6 mm. La anchura de la cinta de elementos conductores
estd determinada por la configuracién de los-elementos conduc
tores prevista en vistas al circuito rectificédor deseado,

asi como por la tira de transporte prevista adicionalmente. — -
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Las cintas de elementos conductores pueden elaborar

se ‘también por mordiente. Las placas soporte se dotan después
del proceso de mordentado en una operacién aparte de concavi-

dades 13 adecuadas para alojar las tabletas semiconductoras.-

La operacidn de equipar la primera cinta de elemen—
tos conductores con tabletas semiconductoras puedé efectuarse
de modo manual o automdtico en una fase de trabajo adecuada,
que afecta entonces de modo veﬁtajoso las operaciones de es-

tampacién, equipamiento, soldadura y cortar a longitudes. - -

La figura 2 muestra dos cintas planas 1, 2 de ele-
nmentos conductores, dispuestas paralelamente entre sf, y con
sus zonas de elementos conductores en posicién opuesta y recl

procamente alternada. La cinta 1 de elementos conductores pre

senta piezas en contacto 111, las cuales, unidas mediante sa-

lientes 121 en forma de tira a la tira de transporte 10 y dis
puestas en paralelo con esta dltima, sirven de placas soporte
y estédn provistas cada una de dos concavidades 13 para alojar
en cada una de ellas una tableta semiconductora. La cinta 2
de elementos conductores presenta piezas de conftacto 211 en
forma de tira, las cuales, unidés mediante salientes 221 en
forma de tira a la tira de tranéporte 20 y_diépuestas en para
lelo con esta Wltima, sirven para la ulterior contactacidn de
las tabletas semiconductoras. Los tramos de las dos cintas de
glementos conductores que comprenden la pieza de contacto
(111 6 211) 7 el saliente en forma de tira (121 6 221), %ienen

en cada caso la forma de una T y estdn configurados ajustada-
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mente de tal manera que al sobreponer de modo predeterminado
las cintas de elementos conductores con tiras de transporte
10, 20 recfprocamente coincidentes, cada vez una pieza de con
tacto 211 cubre la concavidad 13 de una placa.soporte 111 y -
la concavidad vecina de una placa soporte siguiente, y porque
los salientes cintiformes 221 de la cinta 2 de elementos con-
ductores, previstos como conexiones de corriente se encuen~
tran cada vez a la misma distancia entre dos elementos conduc
tores 121, tal como se muestra en la figura 3 para las cintas
individvuales de elementos conductores representadas en la fi-
gura 2, después de la unidn de las mismas. Con el fin de que
la totalidad de las conexiones de corriente 121, 221 se en;
cuentren en un plano, las conexiones de corriente de la cinta
2 de elementos conductores han sido acodadas en los puntos 26,
27 en una medida determinada por el espesor del material con-
ductor o, en su caso, por la estructura de capas de una table -
ta semiconductora contactada. El acodamiento se realiza prefe
rentemente al fabricar las cintas de elementos conductores.

Para una fabricacién racional, las tiras de transporte 10, 20

.pueden presentar cada vez una perforacidn 15, 25 o una otra

configuracidn adecuada con una divisién m coincidente para

las dos cintas de elementos conductores, La separacién de las

cintas de elementos conductores pars la formacién de unidades

rectificadoras puede realizarse a lo largo de las lfneas 30.-

Para favorecer el proceso de soldadura entre las ta
bletas semiconductoras y las placas soporte 111, la concavi-

dad 13 presenta en caso necesario un agujero 14, = = = - - - -
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La extensidn de la superficie de las placas soporte

111 y de las piezas de contacto 211 es determinada por las ta
bletas semiconductoras y por las condiclones de funcionamien—
to @e las disposiciones rectificadoras previstas. Los elemen—
tos conductores 121, 221 estdn configurados en su sector exte
rior de la caja, en su extensién y en su forma, para poder

efectuar una conexidn adecuada en todos los casos. = ~ = - =~

De la estructura representada en la figura 3, obte-
nida por la sobreposicién éorrespondiente de cintas de elemen
tos conductores segin ia figura 2, se consiguen disposiciones
rectificadoras con cada vez una tableta semiconductora, si se
corta a lo largo de la totalidad de las lineas 31. Para la fa
bricacién de disposiciones rectificadoras en circuito central,
la estructura representada en la figura 3 se separa a lo lar-
go de la totalidad de las lfneas 31 asignadas a los elementos
conductores 121. Mediante el dimensionado suficiente de los
elementos conductores 121, 221, las tiras conductoras remanen
tes al efectuar la separacién a lo largo de estos elementos
conductores son adecuadas en cuanto a su estabilidad y capaci

dad de carga para formar conexiones de corriente. — — = - — =

La figura 4 muestra la disposicién de una tableta
semiconductora 6, prevista para su utilizacidn en el procedi-
miento segin la invencién, entre sus elementos conductores

111, 121 o] 211, 221- ————————————————————

La estructura mostrada en la figura 5 es adecuvada
para fabricar una disposicidén rectificadora en medic circuito

monofdsico de puente. La cinta 1 de elementos conductores com
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prende una tira de transporte 10, una tira soporte continus

112, paralela a la primera, as! como elementos conductores
122, que unen las citadas cintas y que estdn determinadas en
su distribucidn por 1a disposicién del circuito y por la sub
divisidén. La cinta 2 de elementos conductores con la tira de
transporte 20 y con piezas de contacto 212, colocada encima,
cuyas piezas de contacto girven para la contactacién superfi
cial de las tabletas semiconductoras y estdn unidas a través
de elementos conductores 222 en forma de tiras con la tira de
transporte 20, est4 determinada en su extensidn y configura-
cidn ﬁor la cinta 1 de elementos conductores y por el circui-
to previsto. La separacién en unidades de circuitos %ndividug

les se efectda a lo largo de las 1fneas 32, = = = =~ = — = = -

Las figuras 6 a 8 muestran ejemplos de ejecucién ra
ra la configuracidn de circuitos monofédsicos en puente con ca
da vez una secuencia diferente de las conexiones de. corriente
continua y corriente alterna. Precisamente la posibilidad de
disponer estas conexiones de corriente de manera sorprendente
mente sencilla por la orientacidn eléctrica adecuada de las
tabletas semiconductoras y/o por la asignacién reciproca ade-
cuada de los elementos conductores de las dos cintas de ele-~
mentos conductores previstos para cada unidad de circuito pa~
ra disposiciones rectificadoras con la conexién deseada, me-
diante la elecciédn poteétativa de la secuencia de los mismos,
representa una ventaja sustancial del procedimiento segin la
invencién. En cada una de las tres figuras, las placas sopor-—
te 113 o 115, respectivamente, qde transcurren en dngulo rec-

to respecto a la tira de transporte 10 de la primera cinta de
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elementos conductores, estdn unidas a esta Yltima a través de

elementos conductores 123 6 124 § 125, respectivamente, pre-

vistos como conexiones de corriente alterna. Segin la secuen—

- cia de la polaridad de las conexiones de corriente, determina

da por la conexidn deseada de las disposiciones rectificado-
ras, las placas soporte de la primera cinta de elementos con—
ductores estén dispuestas individualmente o de dos en dos zl-
ternativamente entre los elementos conductores 223 § 224 §
225, respectivamente, de la segunda cinta de elementos condugc
tores colocada encima, los cuales sirven de conexiones de co-
rriente continua y estd4n unidos con las piezas de contacto
213 a, b 6 214 a, b 6 215a, b, respectivamente, que solapan

las dlacas soporte. Los elementos conductores en forma de ti-—

‘ra y las piezas de contacto de la segunda cinta de elementos

conductores estdn unidos cada vez por brazos auxiliares dis-
puestos de manera adecuada, de tal modo gue quedan asegurados
un montaje y una estructura mecdnicamente estables de las cin
tas de elementos conductores, lo cusl es necesario para la
marcha del procedimiento. Intre los elementos conductores de
cada sector de los mismos,‘los cuales se solapan en dngulo
recto, se ha insertado en cada uno de los puntos de cruce una
tableta semiconductora. Mediante una distribucién ventajosa
de las cintas de elementos conductores, la estructura repre-—
sentada en cada caso se obtiene simultdneamente, de modo par—
ticularmente racional, en una multiplicidad de disposiciones.
Le separacién en componentes se efectda a lo largo de las 1i-
neas 33;734, 35. La condicién exigida de un comportamiento su-—
ficientemente eldstico de los sectores de elementos conducto-

res previstos para la fijacién de una tableta semiconductora
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estd asegurada por la cbnfiguracién de las cintas de elemen-

tos conductores. Para conservar una distancia de aislamiento
suficiente entre.los elementos conductores de potencial eléc
trico diferente que se solapan, los-sectores de eiementos
conductores que transcurren entre tabletas semiconductoras

vecinas estdn acodados en caso NecesariQ., = = = = = = = = - .

En la figura 9 se ha representado una estructura pa
ra un circuito trifédsico en estrella, cuyas placas soporte
116 y elementos conductores 126 se disponen con los elementos

conductores 216, 226, que solapan a2 los primeros en dngulo

‘recto, de.manera parecida al ejemplo de ejecucidn representa-

do en la figura 3. En este caso, las cintas de elementos con-

ductores se separan a lo largo de las lfneas 36, - = - - - =

Las figuras 102 a d muestran la estructura de compo
nentes rectificadores que comprenden la tableta semiconducto-
ra y elementos conductores, a base de dos cintas de elementos

conductores que coinciden en la configuracidén de las mismas.-

En la figura 10a se muestran las dos cintas de ele-
mentos conductores en una asignacidén plana equivalente a la
de la figura 2. La placa soporte y la pieza de contacto para
cada tableta semiconductora tienen una configuracidén idéntica.
Ta concavidad 13 estd dimensionada de tal manera que cuando -
la tableta estd insertada en medio queda asegurada una separa
cidn de aislamiento eléetrico suficiente entre los dos elemen
tos conductores. La figura 10b muestra una placa soporte en
alzado lateral. En las figuras 10c a 10d se han representado

e3queméticamente en vista en plante o en seccidn, respectiva-
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mente, componentes rectificadores terminados con 1z estructu~

ra de los componentes puesta al descubierto. — = — — =~ — — —

La configuracién coineidente de las dos cintas de
elementos conductores asegura una fabricacidn particularmente
econémica de componentes rectificadores con una tableta semi-
conductora en cada caso. Los sectores de los elementos conduc
tores, tal como pueden preverse para el alojamiento y la ulte
rior contactacién de tabletas semiconductoras por dos cintas
de elementos conductores separadas y de configuracién diferen
te, se fabrican en este caso por ejemplo de solamenbe una ein
ta de elementos conductores en la configuracidﬁ segin la figu
ra 10a, se doblan paralelamente de modo seguido despuds de
equipar una cara de cinta con tabletas semiconductoras, y se
unen en determinados puntos, se contactan con las tabletas sg
miconductoras con ayuda de un tratamiento térmico, y se sepa-
ran entre cada vez dos marcas de divisidén predeterminadas has
ta la tira de transporte. Estos sectores de cinta de elemen-
tos conductores que representan una estructura de componenﬁe
sin encapsular, se encierran a continuacién en una masa ais-

lante y luego se separan y se miden. — — — — = — - — — — —

Las  ventajas del objeto de la invegcidn estriban en
que se pueden fabricar racionalmente disposiciones rectifica-
doras con circuitos eléctricos potestativos con tabletas semi
conductoras de extensidén superficial potestativa y con un com
portamiento de funcionamiento que satisface todas las condi-
ciones exigidas,en que se pueden equipar econdmicamente cinbtas

de elementos conductores para circuitos rectificadores potesta
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tivos con tabletas semiconductoras en diferente posicidn espa
cial y eléctrica, y en que se pueden fabricar fdcilmente cir-
cuitos rectificadores con secuencia potestativa de sus cone-—

X1lONES: = = = = = = - e e e = - - - e e e o — =

Se declaran de novedad y propiedad para Espafia, sus

territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: = = - - -

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para la obtencién de disposicio-
nes rectificadords por semiconductores, en el cual se diépo-
nen, previstos para su unién con tabletas semiconductoras,
elementos conductores de corriente en forma de tira, 'solapa~—
dos recfprocamente, en una correspondéncia determinada por el
circuito rectificador deseado, intercaldndose sendas tabletas
semiconductoras en los puntos de solapamiento, poniéndose las
tabletas en contécto con los elementos conductores y sometidén
dose en esta estructura é otras etapas de proceso, caracteri-
zado porque para la produccién simultdnea y racional de una
pluralidad de disposiciones rectificadoras por semiconducto-
res se obtienen, respectivamente; partiendo de material conduc
tor en forma de cinta, una primera cinta plana de elemen-
tos conductores dotada de una zona marginal adecuada como ti
ra de transporte y dotada de elementos conductores unidos en
tre sI a través de la zona marginal, peribdicamente repetidos
en caso necesario y que presentan sectores para alojar de modo

superficial tabletas semiconductoras, y una segunda cinta de
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elementos conductores, determinada por la estructuracién de

la primera y por el circuito rectificador deseado, para su
aplicacibn superficial en las superficieé de contacto de las
tabletas semiconductoras; porque sobre la primera cinta de
elementos conductores se colocan tabletas semiconductoras en
lugares predeterminados, y sobre éstas se colocan, con cubri-
cién parcial de la superficie de la primera cinta, la segunda
cinta de elementos conductores configurada de modo adecuado
para contactar las tabletas semiconductoras, uniéndose de modo
mecdnicamente fijo entre si las dos cintas de elementos conduc
tores por su zona marginal; y porque la estrucura en forma de
cinta que comprende tabletas semiconductoras y cintas de ele-
mentos conductores que estdn en contacto con ambos lados de
las tabletas y unidas fijamente una contra otrz se somete a
continuacién a ulteriores etapas de proceso, para la contacta

cibn, separacidn y encapsulado, = = = - — = « - T - - o

2.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte
rizado porque los sectores de la primera cinta de elementos
conductores previstos para alojar superficialmente tabletas
semiconductoras estdn configurados a modo de tiras y se dotan

de concavidades para la colocacidén de las tabletas semicondug

Poras, = =~ = = = = = = = - - = - R I

3.- Procedimiento segﬁn la reivindicacién 1, caracte
rizado porque los sectores de la segunda cinta de elementos
conductores previstos para la conbactacién de las tabletas se-
miconductoras se configuran en forma de tiras, se disponen =z

lo largo de un lazo de la zona marginal y se determinan en cuan
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to a su ndmero, extensién y correspondencia recefproca en el
espaclo correspondiente de la primera cinta de elementos con-

ductores......--—_-...-._._.._._.._............-_..__

4.~ Procedimiento segln la reivindicacién 1 a 3y ca
racterizado porque la distribucidén de las cintas de elementos

conductores se realiza mediante estampacién o por mordentado.

5.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1 y/o uné
de ;as reivindicaciones siguientes, caracterizado porque la
segunds cinta de elementos conductores se coloca con zona mar
ginal coincidente y en correspondencia condicionada por el
circuito sobre la primera cinta de eleﬁentos conductores y se

une a esta Yltima en el tramo de la zona marginal de modo me~

cdnicamente fijo, = = = = = = - = ~ - e e o -

6.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1 y/0 una
de las reivindicaciones siguientes, caracterizado porque las
dos cintas de elementos conductores se dotan de una perfora-

cidn en el tramo de su zona marginal. = = = = = = = = = = — -

7.~ Procedimiento segn la reivindicacién 1 y/o una
de las reivindicaciones siguientes, caracterizado porque las
dos cintas de elementos conductores unidas entre sf y equipa~
das con tabletas semiconductoras se dividen en longitudes ade
cuadas para la contactacién por soldadura de las tabletas se—
miconductoras y se someten a un proceso de soldadura por in-

mersidne. = = = = = = = = - - W e WL L L Lol

8.- Procedimiento segin la reivindicacidn 1 y/o una
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de las reivindicaciones siguientes, caracterizado porgue se

utiliza material conductor ¢cintiforme de un espesor de mate-

rial de 0,2 2 0,6 mm. y en caso necesario un recubrimiento me

t4lico de buena soldabilidads = = = = = = = = = = = = = = = o

O+~ "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE DISPOSICIO~-
NES RECTIFICADORAS POR SEMICONDUCTORES"d = = m = = = = = = =

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
bresente memoria que constade veinte hojas, foliadas y mecano
grafiadas por una sola de sus caras, y de dos ldminas de dibu

jos que la ilustran.
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